TRIBUNE

“Les TSV sont loin d'etre la panacee
pour les circuits 3D”’

1 existe a I'heure actuelle un tres fort
engouement autour de la technolo-
gie des TSV (Through Silicon Via),
trous verticaux métallisés,
qui permettent de relier I'ensemble
des puces dans la 3¢ direction
de l'espace. En effet, avec la réduction
des tailles de gravures des circuits,
a 32nm et 22nm, les colts de dévelop-
pement et de fabrication des SoC
deviennent extrémement élevés,
limitant les applications de ces circuits
aux seuls marchés de volume.
Pourtant, il nous semble que, bien
qu’intéressante a explorer, la technologie
des TSV souffre actuellement
de handicaps rédhibitoires qui vont
inéluctablement retarder sa mise
en ceuvre a grande échelle. Le premier
est lié aux problemes de rendements.
En effet, empiler des wafers (avec leurs
rendements intrinseques) les uns sur
les autres, avec les difficultés de soudage
qui en résulte, tout en conservant
une précision inférieure au um, offre
en production des rendements trés
faibles. De plus, pour les TSV
eux-mémes, les rendements en fabrica-
tion ne sont pas tres élevés. D'ou la
tendance a doubler voire tripler ces TSV
afin d'assurer une bonne redondance. Le
second handicap est lié, nous semble-t-il,
a l'absence a I'heure actuelle de modeles
de cott des circuits 3D avec TSV
et du manque d’'applications clairement
identifiées qui justifierait leur mise
en ceuvre. Certes, avec la technique
des interposeurs il est possible
de réaliser des modules 3D avec
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un bon rendement. Mais cette approche
n'est ni plus ni moins que I'empilement

de deux niveaux de composants et ne peut
prétendre aller au-dela, c'est-a-dire réaliser
un empilement de «n» niveaux.

Il est vrai aussi que des sociétés comme
Samsung ont récemment annonce la mise
sur le marché de mémoires 3D utilisant
la technologie des TSV. Il apparait

qu'il s'agit la d'un empilement de type
chip sur chip plutét que wafer sur wafer,
ce qui simplifie bien évidemment

le probleme de la maitrise du rendement
global.

Il nous semble qu'une approche plus
pragmatique des circuits 3D consiste

a suivre des régles simples : étre capable
d'utiliser n'importe quel type de puces
ou de wafer (multisourcing), savoir
empiler plusieurs wafer «bons» les uns
sur les autres, pouvoir utiliser des puces
de dimensions et de technologie différen-
tes. Ce sont ces régles qui sous tendent
I'approche baptisée WDOD (Wirefree Die
On Die), sans TSV ni interposeur,

qui consiste a empiler des wafers
«reconstitués» de 100 a 125um d’épais-
seur, considérés comme sans défaut
(Known Good Rebuilt Wafer). Ces wafers
reconstitués bons, sont d'ores et déja
fabriqués par de grandes compagnies
comme Freescale, Infineon, Nepes, Casio,
ASE, Stats ChipPAC... 3D Plus empile
ensuite ces « n» wafers reconstitués
avec un trés bon rendement global.

Au fond, il ne faut jamais oublier que

la technologie, comme d'autres activités
humaines, subit aussi des effets de mode.
Etles TSV en font aujourd’hui partie. |
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